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RTR주1 수평 동도금 장비

※ 주1: RTR: Roll-to-Roll

사업영역
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2024 2025 2026 2027

데모장비 제작/시연회
진행/고객사샘플 공급 국내외 고객사 수주계약

생산 본격화장비 양산
라인 공급시제품 제작

생산 본격화장비 양산
라인 구축시제품 제작

데모장비
개발 완료

초기
Glass기판
시장 진입

주요 반도체 기판 업체 수주계약

2024 2025 2026 2027

복합동박 장비

Glass기판 장비

중국 주요 EV 업체

국내 배터리 업체

주요 반도체 기업
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• 복합 동박 장비 시장 규모는 2024년 7억 5천만달러로
평가되었으며, 2033년까지 12억 달러에 도달할 것으로 예상

• 2026년부터 2033년까지 5.5% CAGR

주요 제조사 생산 능력 및 규모

BAOMING Technology 100 million m²/year 계획

Nanopore 복합동박 양산 / 추가 Capa 증설 중

Rouzhen 복합 알박 양산 / 복합동박 양산 구축 진
행 중

Huaqing 복합 알박 & 동박 양산 / 추가 Capa 증
설 계획

Enpack
복합동박 양산 및
추가 500 mil m²/year 생산 Capa 증설
중

Nuode New Materials Pilot / R&D lines , 50 million m²/year

Hailiang Group R&D line 보유

Wason New Materials 30,000 tons 전해동박 생선 규모 보유, 
복합동박 계획 검토 중

Wanshun New Material 80,000 tons 전행 동박 생산 규모 보유, 
복합동박 계획 검토 중

Taesung 1세대 양산 장비, 샘플 대응중
장폭/속도 개선 2세대 장비 개발 완료

복합동박 제조 업체 현황

중국

국내유일

글로벌 복합동박 시장 전망
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* CAGR : Compound Annual Growth Rate

글로벌 복합동박 소재 시장 전망

※ 출처: valuates report
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RTR 수평 동도금 장비

국내최초 RTR 인라인 방식으로 수율 안정화1

복합동박 도금 기술력 보유2

10m/s 이상의 스피드로 생산성 향상3

다양한 사이즈 동박 생산 가능4
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제품 수율
RTR방식 적용을 통해 Curl 제거수준의
Slitting만 필요(100~150mm 수준)

주름
Clamping 장력에 의한
주름 발생

도금 균일도
Side Clamp에서의 전류 인가 방식으로
외곽과 중앙부분의 두께 차이 발생
가능

제품 수율
Clamping 자국 or Burning 발생한 양쪽 사이드에 대해
과다 Slitting 필요 (100~150mm 수준)

천공
Clamping된 부분과 안된 부분의
필름장력에 의한 천공 발생 가능

장비 커버리지
Clamping간 거리에 맞는
사이즈만 생산 가능

전류

전류

주름
자동 및 개별 tension 제어 보유

도금 균일도
통전롤을 사용한 전류인가 방식으로
도금표면에 균일하게 전류 인가 가능
→ 외곽 vs 중앙 두께 편차 최소

장비 커버리지
사이즈 제약 없이 생산
가능

천공
안정적인 RTR 반송 시스템과
저전류→고전류 형태의 도금기술

⑤

①

⑤

④

④

③

③

②

②

①

Clamping 방식 (타사) RTR(롤투롤) 방식 (당사)

Clamping 장비 이미지
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2차전지 사업부 3개년 계획

구분 2025(E) 2026(E) 2027(E)

핵심 목표 장비 : 시장 Promotion / 진입
소재 : 소량 생산 → 전지 적용 Test 

장비 : 시장 진입 / 확대
소재 : 1GWh 생산 구축 (5백만 m2)

장비 : Global 시장으로의 확대
소재 : 5GWh 생산 구축 (36백만 m2)

주요 고객사
Location 중국 / 한국 / 캐나다 등 중국 / 한국 / 캐나다 / 일본 등 중국 / 한국 / 캐나다 / 일본 / 유럽 / 미

국 등

추진 전략

✓ 장폭/길이 생산 기술 확보
-Proto Type: Version-up

✓ Film 원소재 확보 (업체 선정)
전지 적용 특성 확보

✓ 소재에 대해 고객사와 Cell level 
validation process 구축

✓ Inter-Battery등 전시회 참여
- 수주 확보 활동

✓ 박막 필름 구동 검증
(현 수준 4.5um  Target 3.5um)

✓ 소재 생산용 신공장
-Sputtering 장비 적용  소재 특성 개선
* 개선 소재 전지 특성 확보

✓ 전고체 배터리용 Ni도금 및 Bipolar 소재
개발

✓ 전지박용 이외의 소재 시장 진입
(EMI Shield, Coil 등)

✓ 박막 필름 도금 장비 개발
(현 수준 6.5um  Target 5um이하)
- 고객 Needs 적극 대응

✓ 고기능 Film 개발
- 신규 소재 전지 특성 확보 (저저항/난
연성 등)
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PCB Glass기판

국내 유일 PCB 현상, 에칭, 박리 장비 일체 공급 →  Glass기판 장비 경쟁 없는 시장지위 확보

싱귤레이션

현상, 에칭, 
박리

드릴링
(TGV)

검사

완제품

…
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TGV 공정 흐름 이미지 및 개발여부

01. Initial cleaning

02. Laser modification

03. Cleaning after laser modification

04. Glass hole etching

05. Glass slimming & cavity 
etching

06. Cleaning after glass etching

07. Glass crack inspection

08. Electroless copper plating

09. Cu via fill plating

10. Cu half etching

11. Chemical Mechanical polishing

12. Seed layer electroless copper
plating

(1) 적용가능
(5° Tilt 타입)

(2) 적용가능
(5° Tilt 타입)

(3) 적용가능
(Dip 타입)

(4) 적용가능
(Dip 타입)

(5) 적용가능
(5° Tilt 타입)

(13) 개발 중
(Dip 타입)

(14) 개발 중
(Dip 타입)

(6) 적용가능
(5° Tilt 타입)

(12) 적용가능
(5° Tilt 타입)

(11) 적용가능
(5° Tilt 타입)

(10) 적용가능
(Vertical 타입)

(9) 
적용가능

(Vertical 타입)

(8) 
적용가능

(Vertical 타입)

(7) 
적용가능
(5° Tilt 타입)

(16) 개발 중
(Dip 타입)

(15) 개발 중
(Dip 타입)

(17) 개발 중
(Dip 타입)

TGV 공정 흐름 이미지 및 개발여부

13. Seed electro Cu plating

14. Dry film lamination
pretreatment

15. Dry film lamination

16. Auto peeling

17. Dry film LDI exposure

18. Dry film developing

19. Electro Cu pattern plating 

20. Dry film stripping

21. Seed electro Cu flash etching

22. ABF CZ pretreatment

23. ABF lamination

24. After-treatment Singulation 
Glass Core Substrate

당사 적용가능 당사 개발 중
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Glass Interposer & 
Total Wet 

Equipment Solution 
제공

01

02

03

07

06

05

04

Through Glass Via
Glass Core Substrate
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국내 대기업을 포함한
50여개 고객사 포트폴리오 확보

영업망

국내 PCB Big3
식각, 박리, 현상 장비 전체 공급 중

양산능력

10건이상의 Glass기판 특허 등록
및 추가 특허 출원 진행 중

기술력

업력 25년의 인력구성으로
업계 최고수준 노하우 보유

노하우

특허 종류

Glass기판 장비
PCB 장비 기술력을 바탕으로 빠른 개발을 통해 Glass기판

장비 선점
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1단계 TGV 에칭 장비 Pilot line 공급 → 초기 양산 전환

2단계 Glass Interposer 수요 본격화 대응

3단계 글로벌 수출 및 제품라인업 다변화

2030년 이전 상용화 목표로 10억달러 투자

외부 공급망 구축 위한 샘플 테스트 진행 중,
‘26년 시생산 예정, ‘28년 적용 목표

미국 자회사 앱솔릭스 조지아에 공장 설립
’26년 시제품 양산, ‘27년 대량생산 목표

반도체 유리기판 직접 진행을 위해 일본
스미토모 화학과 JV를 통한 시장 진입

’24년 2월 사업진출 공식화, 공급망 구축 중
’25년 말 시생산 목표

(단위: 억 달러)

Glass기판 양산 계획

2024년

3.26 9.47
2033년(E)

CAGR 12.6% 

TGV Glass 기판 시장 전망(GCS+Interposer)
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2024.1H 2025.1H YoY(%) 2023 2024 YoY(%)

6,038

14.8 - - - 10.2 -

적자전환 흑자전환
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(金鍾學)

21.19 

7.93 

0.45 
69.69

김종학 한영희 김미지
그 외 소액주주

최대주주 등
30.31

(기준일: 2025.09.30)
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